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证券代码：688072       证券简称：拓荆科技       公告编号：2024-026 

拓荆科技股份有限公司 

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上

市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，拓荆科技股份有限公

司（以下简称“公司”）董事会编制了公司 2023 年度（以下简称“报告期”）

募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金的金额及资金到账情况 

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意拓荆科

技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]424 号），公

司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 31,619,800 股，每股面

值为人民币 1 元。本次发行价格为每股人民币 71.88 元，募集资金总额为人民

币 227,283.12 万元，扣除发行费用人民币 14,523.40 万元后，募集资金净额为人

民币 212,759.73 万元。 

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 14 日对资金到位情况

进行了审验，并出具《验资报告》（天健验[2022]139 号）。公司已依照规定对

上述募集资金实施专户存储管理，并与公司相关子公司、保荐机构招商证券股

份有限公司（以下简称“招商证券”）、存放募集资金的商业银行签署了募集

资金专户存储监管协议。 

（二）募集资金报告期内使用金额及期末余额情况 

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 122,362.62 万元。

公司首次公开发行股票募集资金使用与结存情况如下表： 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 
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单位:人民币万元 

项  目 序号 金  额 

募集资金净额 A 212,759.73 

本期发生额 

项目投入 B1 42,676.38 

利息收入净额 B2 3,183.77 

完结项目剩余资金永久补充

流动资金（注） 
B3 3,470.02 

截至期末累计发

生额 

项目投入 C1 92,368.76 

利息收入净额 C2 5,441.67 

完结项目剩余资金永久补充

流动资金 
C3 3,470.02 

期末募集资金余额 D=A-C1+C2- C3 122,362.62 

注：报告期内，公司首发募投项目“高端半导体设备扩产项目”已完成建设并达到可

使用状态，公司将该项目节余募集资金 3,470.02 万元用于永久补充流动资金，具体内容详

见本报告“三、2023 年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”。 

二、募集资金管理情况 

（一）募集资金管理制度情况 

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者

权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市

公司监管指引第 2 号
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监管协议》。2022 年 11 月 9 日，公司与超募项目实施主体全资子公司拓荆上海、

招商证券、中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金四方监管协议》。

2023 年 5 月 8 日，公司与新增募投项目实施主体拓荆创益（沈阳）半导体设备

有限公司（以下简称“拓荆创益”）、招商证券、中国建设银行股份有限公司沈

阳城内支行及中信银行股份有限公司沈阳分行签署了《募集资金四方监管协

议》。 

上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与上海证券交

易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及相

关子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 

（三）募集资金专户存储情况 

截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金存储

情况如下： 

单位：人民币元 

募集资金专户开

户行 
账户名称 银行账号 募集资金余额 

存款方

式 

中国建设银行股

份有限公司沈阳

浑南产业园支行 

拓荆科技股份

有限公司 
21050139460100001108 - 

2023 年

8 月 23

日销户 

中信银行股份有

限公司沈阳长白

岛支行 

拓荆科技股份

有限公司 
8112901012700838048 926,380,994.31 活期 

中国建设银行股

份有限公司沈阳

浑南产业园支行 

拓荆创益（沈

阳）半导体设

备有限公司 

21050139460100001359 - 

2023 年

8 月 23

日销户 

中信银行股份有

限公司沈阳长白

岛支行 

拓荆创益（沈

阳）半导体设

备有限公司 

8112901012100914131 242,279,581.82 活期 

中信银行股份有

限公司上海中信

泰富广场支行 

拓荆科技（上

海）有限公司 
8110201012401451243 38,249,280.09 活期 

中信银行股份有

限公司上海中信

泰富广场支行 

拓荆科技（上

海）有限公司 
8110201012601533201 16,716,319.33 活期 

合  计 - - 1,223,626,175.55 - 

三、2023 年度募集资金的实际使用情况 

（一）募集资金投资项目的资金使用情况 
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公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见“附表 1：《2023 年度募集资金

使用情况对照表》”。 
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“高端半导体设备产业化基地建设项目”。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 2

日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资建设新项目并

变更部分募集资金用途投入新项目的公告》（公告编号：2024-014）。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应

披露的信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违

规使用募集资金的情形。 

特此公告。 

 

 

拓荆科技股份有限公司董事会 

2024 年 4 月 30 日 
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附表 1： 

2023 年度募集资金使用情况对照表 
                           

  单位：人民币万元 

募集资金总额 212,759.73 本报告期投入募集资金总额 42,676.38 

变更用途的募集资金总额 0.00 
已累计投入募集资金总额 92,368.76 

变更用途的募集资金总额比例  0.00% 

承诺投资

项目 

已变更

项目，

含部分

变更 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投资

总额 

截至期末募

集资金承诺

投入金额(1) 

本报告期投

入金额 

截至期末累

计投入金额
(2) 

截至期末累计

投入金额与承

诺投入金额的

差额(3)＝(2)-

(1) 

截至期

末投入

进度 (4)

＝(2)/(1) 

项目

达到

预定

可使

用状

态日

期 

本报

告期

实现

的效

益 

是否

达到

预计

效益 

项目

可行

性是

否发

生重

大变

化 

一、募集资金承诺投资项目 

高端半导

体设备扩

产项目 

无 7,986.46 7,986.46 7,986.46 304.53  4,591.09  -3,395.37  57.49 

2023

年 7

月 

不适

用

（注

1） 

不适

用 
否 

先进半导

体设备的

技术研发

与改进项

目 

无 39,948.34 39,948.34 39,948.34 7,603.91  14,790.99   -25,157.35   37.03 

2024

年 5

月 

不适

用

（注

2） 

不适

用 
否 

ALD 设

备研发与

产业化项

目 

无 27,094.85 27,094.85 27,094.85 11,680.34  23,527.84   -3,567.01   86.84 

2024

年 4

月 

不适

用

（注

3） 

不适

用 
否 
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补充流动

资金 
无 25,000.00 25,000.00 25,000.00  25,000.00    100.00 

不适

用 

不适

用

（注

4） 

不适

用 
否 

小计 - 100,029.65 100,029.65 100,029.65 19,588.78 67,909.92 -32,119.73 67.89 — — — — 

二、超募资金投向 

半导体先

进工艺装

备研发与

产业化项

目 

无 93,000.00 93,000.00 93,000.00 23,087.60  24,458.84  -68,541.16   26.30 

2024

年 12

月 

不适

用

（注

5） 

不适

用 
否 
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注 4：本项目为补充公司日常经营活动使用的流动资金，效应反映在公司的整体经济效益中，因此不单独进行项目效益分析。 

注 5：本项目主要通过拓荆上海建设新的研发及产业化基地，实施先进薄膜沉积设备及工艺的研发与产业化，效益反映在公司的整体经济效益中，因此

不单独进行项目效益分析。 
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